esp@cenet document view 



Page 1 of 1 
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Abstract of DE10153615 

Lead frame with a number of component sections having a pair of electrical terminals (14,16) provided 

with a chip (18) in a mounting region of each of the component sections, with connection of the chip 
with the electrical terminals and encasing of the chip in a component housing (22), before separation of 
the component (10) from the lead frame. A number of chips are simultaneously encased in a one-piece 
plastics body, which is then separated. 
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@ Verfahreri ziir Herstellung von ielektronischen Bauteilen 

@ Die Erfindung betrlfft ein Verfahren zur Herstellung von 
elelctronischen Bauelementen (10), bevorzugt von Leucht- 
dioden, bet dem zunachst ein Leadframe (12) mit einer 
Vielzahl von Bauteilabschnltten nnit einem ersten und ei- 
nem zweiten elektrischen Anschluss (14, 16) bereitgestellt 
wird und dann jeweils ein optoelektronischer Chip (18) in 
einem Montagebereich jedes Bauteilabschnitts auf dem 
Leadframe (12) montiert und mit den elektrischen An- 
schlussen (14, 16) des jeweiligen Bauteilabschnitts eiek- 
trisch leitend verbunden wird. Anschlief^end werden 
mehrere Bauteilabschnitte mit einem gemeinsamen 
transparenten Umhullungskorper (30) umformt, und der 
Umhullungskorper wird anschliefiend einem Trennvor- 
gang zur Bildung einzelner Gehause (22) unterzogen. 
Hierbei konnen die durch den Trennvorgang des Umhul- 
lungskdrpers (30) gebildeten einzelnen Gehause (22) je- 
weils einen Bauteilabschnitt oder mehrere Bauteilab- 
schnitte enthalten. 
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Beschreibung stellung der optoelektronischen Bauelemente veieinfacht 

und kostengtinstiger erm5glicht 
[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahien zur Herslel* [0008] DieseAufgabe wiidgemSifid^rvorliegendenErfui- 
lung von optoelektronischen Bauelementen wie beispicls- dung durch ein. Verfahrcn zur Hersteliung von obcrftSchen- 
weisc Leuchtdiodcn nach dem OberbegrifF von Patentan- 5 montierbaren, optoelektronischen Bauteilen init den Verfah- 
spruch 1 . Sie bezieht sich insbesondere auf oberflgchenmon- rensschritten von Patentanspruch 1 geltist. 
tierbare optoelektronische Bauelemente. [0009] Bei dem Verfahren der vorliegenden Erfindung 
[0002] Bei herkttmmlichen oberflfichenmontierbaren op- wird zunSchst ein Leadframe mit einer Vicizahi von Bautei- 
toelektronischen Bauelementen wird ein vorgcfertigter Lei- labschnitten mit einem ersten und einem zweiten elektri- 
terrahmcn(Iyeadframe)miteinemgeeignetenKunst8toflfma- lO schen Anschluss bereitgcstellt und jeweils mindestens ein 
terial umspritzt, wotches das Geh^use des Bauteils bildet. optoeiektronischer Chip in einem Montagebereich jedes 
Ein solchcs Baulcil weist zum Beispiel an der Obcrscite eine Bauteilabschnitts auf dem Leadframe montiert und mit den 
Vcrdcfijng auf, in die von zwci gcgcnUbcrlicgendcn Seitcn elektrischcn AnschlOssen des jeweiligen Bauteilabschnilts 
Leadframe-AnschlUsse eingefUhrt sind, auf dessen einem elektrisch leitend verbunden. AnschlieBend werden jeweils 
ein LED-Chip aufgeklebt und elektrisch kontakdert wird. In i5 mehrere Bauteilabschnitte gleichzeltig mit einem gemeinsa- 
diose Vertiofiing wird dann eine in der Regel transpaiente men transparenten Kunststoffk6rper umformt, und der 
Vcrgussmasse eingefUllt. Diese Grundform von oberflS- KunststofFkdrpcr wird anschlieBend einem Ttennvorgang 
chenmontierbaren optoelektronischen Bauelementen ist bei- zur Bildung einzelner GehSuse unterzogen. Schliefilich wer- 
spielsweise aus dem Artikel "SIEMENS SMT-TOPLED fUr den die Bauteile beispielsweise durch einen Stanzvoigang 
die Oberflachenmontagc" von E Mollmer und G. Waitl, Sie- 20 vom nicht zum Bauteil gehOrigen Lcadframeteil getrennt 
mens Components 29 (1991), Heft 4, Seiten 147^149, be- vereinzelt. 

kannt. [0010] Durch das gemeinsame Umformen mehrerer Bau- 

[0003] Des weiteren existiert fur Anwendungsfalle, in de- teilabschnitte des Leadframes mit einem gemeinsamen 

nen eine besonders gerichtete AbsU^lcharakteristik der Kunststoffkorper kann die Packungsdichte der Bauteilab- 

Leuchtdiode nicht unbedingt erforderlich oder auf andere 25 schnitte gegenliber herkbmmlichen Verfahren, bei denenje- 

Weise erzielbar ist, ein einfacheres und weniger Verfahrens- der Bauteilabschnitt einzeln umformt wird, deutlich erhdht 

schritte aufweisendes Herstellverfahren, mit dem zudem ge- werden. Das Umformungswerkzeug kann hierdurch eben- 

geniiber den oben genannten voigehausten Bauformen eine falls wesentlich vereinfacht werden, da ansteUe einer \^el- 

weitere Miniaturisierung moglich ist. So ist es zum Beispiel zahl beabstandeter Kavit^ten nur eine gemeinsame, grdfiere 

aus der WO 01/50540 bekannt, einen LED-Chip in einem 30 KavitSt vorgesehen werden muss. Da die Werkzeugkosten 

Montagebereich auf einem Leadframe zu monderen und mit des Spritzpresswerkzeugs einen bedeutenden Anteil an den 

den Leadframe-AnschlUssen elektrisch leitend zu verbin- Gesamdcosten ausmachen, kOnnen die Vereinfachung des 

den. Der LED-Chip wird anschlieBend einschliefilich eines Werkzeugs zusammen mit geringeren Materialkosten auf- 

Teil s der Leadframe- A nschlUsse, die vorzugswei semi tS-ar- grund der hohercn Packungsdichte die Herstellkosten der 

tigcn Biegungen vcrschen scin k^nnen, mit einer transpa- 35 optoelektronischen Bauteile wesendich vcrringert werden. 

renten Kunststoff-Pressmasse auf Harzbasis umformt. Hn weiterer Vorteil des erfindungsgemafien Verfahrens liegt 

[0004] Wciterhin ist aus der DE 100 43 127 Al ein Ver- in einer weiteren Miniaturisierbarkeit der Bauteile. 

fahren zur Hersteliung eines Infrarot-Daten-Komunikati- [0011] Bevorzugte AusfUhrungsformen des erfindungsge' 

onsmodui bekannt, bei dem Bauteile auf ein Substrat mit ei- m9Ben Verfahrens sind Gegenstand der abhttngigen Ansprll- 

nem Verdrahtungsmuster mondert werden und mit einem 40 che 2 bis 13. 

einstUckigen UmhUUungsk6rper mehrere jeweils ein Modul [0012] Mit Hilfe des erfindungsgemafien Verfahrens kOn- 

bildende Bauteils^tzc durch vordcrseitiges Aufbringen von nen wahlweise optoelektronische Bauteile heigcstelU wer- 

Harz eingekapselt werden und einzelne Module durch Sa- den, die entweder einzelne GehMuse mit jeweils einem Bau- 

gen von UmhiiUung und Substrat erhalten werden. teilabschnitt (z. B, einzelne LEDs) oder einzelne Gehause 

[0005] Zudem ist aus der EP 1154 473 A2 ein Verfahren 45 mit jeweils mehreren Bauteilabschnitten (z. B. LED-Zeilen) 

zur Hersteliung eines Hybridmoduls bekannt, beidem eine aufweisen. 

mit einem als Atzmaske dienenden Verdrahtungsmuster ver- [0013] Zur Vereinfachung des Trennvorgangs der einzel- 

sehenen Kupferplatte die Bauteile mondert und mit einem nen Gehause kann der gemeinsame Kunststoffkdiper zwi- 

einstUckigen UmhUllungsk5rper auch mehrere Module schen den umformten Bauteilabschnitten TYennunterstlit- 

durch vorderseidgen Aufbringen von Kunststoff cingekap- 50 zungsbcreiche aufweisen, die zum Beispiel durch Berciche 

selt werden und ausschlieBend durch Wegatzen der Kupfcr- des Kunststoffkorpers mit einer veiringerten Materialstarke 

platte elektrisch getrennte Module sowie voneinander ge- gebildet werden, so dass zum Beispiel eine geringere Mate- 

trennte, verbindende Leiterbahnen geschaffen werden. Die rialstarke geschnitten werden muss. 

Vereinzeiung zur Modulen erfolgt durch SSgen oder Pressen [0014] Der Trennvorgang umfaBt vorzugsweise einen Be- 

des UmhUUungskorpers. 55 arbeitungsschritt des Wasserstrahlschneidens. Altemadv 

[0006] Die DE 100 08 203 A 1 beschreibt ein Verfahren oder zusStzlich kann der TVennvorgang Laserschneiden, 

von LEDs, bciden LED Chips auf cine durchgehende Kup- Brechen, Sagen, TVennstanzen oder eine Kombinadon die- 

ferplatte mondert werden, auf welche vorderseidg eine Um- ser Verfahren umfassen. Vorzugsweise erfolgen die Verfah- 

hOllungsmasse zum Umkapseln der Bauteile aufgebracht rensschritte des Trennens des Kunststoffkdrpers in einzelne 

wird. Nachfolgend wird diese Kupferplatte von der RUck- 60 Gehause und des Vereinzelns der Bauteile in einem kombi- 

seite her derart strukturiert, dass sich eine Vielzahl einzel- nierten Verfahrensschritt. 

ner. elekttisch getrennter KontaktflSchen ergeben. Das Ver- [0015] Die Erfindung wird im folgenden anhand eines be- 

einzeln kann durch lYennen des UmhUUungskorper erfol- vorzugten AusfUhrungsbeispiels unter Bezugnahnie auf die 

gen. beiliegenden Zeichnungen nfiher erlSutert. Darin zeigen: 

[0007] Ausgehend von dem vorgenannten Stand der Tech- 65 [0016] Fig. 1 eine schemaUsche Darstellung einer oberfla- 

nik ist es eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Ver- chenmontierbaren Leuchtdiode, die mittels eines Verfahrens 

fahren zur Hersteliung von oberflfichenmontierbaren, opto- gemfiB der vorliegenden Erfindung hergestellt worden ist, in 

elektronischen Bauelementen bereitzustellen, das die Her- Seitenansicht; 
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[0017] Fig. 2 die oberflSchenmontiorbare Leuchtdiode 
von Fig. 1 in Draufsicht; 

[0018] Fig, 3 einc schemadsche Darstellung eines Lead- 
frames, dcr boi dciri Vcrfahrcn gcm&B dcr vorliegendcn Br- 
ftndung mr Herststlung der oberfiachenmontlerfoaren s 
Leuch^oden eingesetzt wird, in Draufsicht; und 
[0019] Fig, 4 eine schematische Darstellung des Lead- 
frames von Fig, 3 mil umspritzten GehMuseelementen in 
Seitenansichl. 

[0020] Die in den Fig, 1 und 2 schematisch gezeigte ober- lO 
hschenmontierbar© Leuchtdiode 10, ist miitels des Verfah- 
rens der vorliegendcn Erflndung herstcllbar. Das erfindungs- 
gcmMBe Verfahren zur Herstellung dieser Leuchtdiode 10 
wird anhand der Fig. 3 und 4 erlHutert 
[0021] Es sei an dieser Steile darauf hingewiesen, dass in is 
der nachfolgenden Beschreibung die vorliegende firfindung 
anhand einer oberfiachenmontierbaren Leuchtdiode erlflu- 
tert wird. Die vorliegende Erfindung ist aber nichl nur sol- 
che Arten von Leuchtdioden beschrankt; es kfinnen viel- 
mchr vortcilhafterwcise belicbige Arten von Bauteilen mit 20 
dem Verfahren der Erfindung heigestellt werden, indem an- 
stelle von LED-Chips entspiechende andere Halbleiterchips 
montiert werden. 

[0022] Der Leadframe 12, bevorzugt in Form eines metal- 
lischen IVagers, weist in an sich bekannter Weise eine Viel- 25 
zahl von Bauteilabschnitten 36 auf, auf denen letztlich die 
gewUnschien optoeiektronischen Bauteile wie zuni Beispiel 
I^uchtdiodenchips 18 aufgebaut werden. Jeder dieser Bau- 
teilabschnitte 36 weist einen ersten elektrischen Anschluss 
14 und einen zweiten elektrischen Anschluss 16 sowie einen 30 
Montagebereich fUr den spfiter zu montierenden Haibleiter- 
chip 18 auf. Die vorliegende Erfindung ist aber seibstver- 
st^ndlich nicht nur auf Leadframes 12 mit einem ersten und 
einem zweiten elektrischen Anschluss beschrankt; die Bau- 
icilabschnitte 36 k6nncn auch rnehrere erste und/oder zweite 35 
I^adframe-AnschlUsse 14, 16 aufweisen, um zum Beispiel 
Mehrfarben-LED's zu bilden. 

[0023] Wie in Fig. 3 dargestellt, sind die Bauteilabschnitte 
36 vorzugsweise in Form von Zeiien 28 mit jeweils mehre- 
ren, beispiels weise zehn Bauteilabschnitten in dem Lead- 40 
frame 12 vorgesehen. Dabei sind die in einer Zeile 28 ne- 
beneinahder angeordncten Bauteilabschnitte wesentlich 
dichtcr aneinander vorgesehen als bei herkdmmlichen Lead- 
frames ftir oberfltohenmontierbare Leuchtdiodenbauele- 
mente, , .45 
[0024] In dem Montagebereich jedes Bauteilabschnitts 36 
des Leadframes 12 wird in einem ersten Fertigungsschritt je 
oin Leuchtdiodenchip (LED-Chip) 18 auf einen Leadframe- 
Anschluss 14 montiert und mit diesem elektrisch teitend 
vcrbundcn. AnschlicSend wird dcr LED-Chip 18 mit Hilfe 50 
der sogenannten Bond-Draht-lbchnik mittels eines Bond- 
drahtes mit dem anderen Leadframe-Anschluss 16 elek- 
trisch leitend verbunden. 

[0025] Vor Oder nach dem Montieren der Halbleiterchips 
18 auf den Leadframe-AnschlUssen 14 werden die Lead- 55 
frame-AnschlUsse 14, 16 mit S-artigen Biegungen 24, wie 
sie insbesonderc in Fig, 1 dargestellt sind, verschcn. Durch 
diese S-artigen Biegungen 24 werden die Leadframe- An- 
schlUsse 14, 16 von den Chipmontagebereichen des Lead- 
frames 12 zu der Montageseite 26 der Bauteile 10 hinge- 6o 
ftihrt. Das Ausbilden der S-artigen Biegungen 24 erfolgt 
vorzugsweise vor dem Umformen des Bauteils mit dem 
U-ansparenteh Kunststoflktirper 30, so dass die elektrischen 
AnschlUsse 14, 16 bereits in der Ebene der Montageseite 26 
aus dem Geh^use 22 des Bauelements 10 herausfiihreti und 65 
deshalb keine weiteren Biegungen auBerhalb des GehSuses 
22 aufweisen, die nach dem Umformen gcbildet werden. 
Di^e Gestaltung ist bereits aus der WO 01/50540 bekannt 
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und soil deshalb an dieser Stelle nicht im Detail erlfiutert 
werden* 

[0026] AnschlieBend werden die LED-Chips 18 ein- 
schlieBlich der S-ardgen Biegungen 26 der !^adfk%me»An- 
schlUssc 14, 16 vorzugsweise im Pressvorfahren mit einetn 
transparenten Kunststoffkdrper 30 umformt, der sp&ter die 
GehHuse 22 der Bauteile 10 bilden solL Der KunststofHcdr- 
per 30 wird dabei bevorzugt durch eine Kunststoff-Press- 
masse ausgebildet, fUr die vorzugsweise ein vorreagiertes 
Epoxidharz verwendet wird und der auBerdem verschiedene 
Zusatzstoffe beigemengt sein kttnnen, um den Kunststoffge- 
hUusen 22 zusStzliche opdsche Eigenschaften zu verleihen. 
Solche Zusatzstoffe kdnnen zum Beispiel Welleniangen- 
KonversionsstofiTe wie YAG:Ce-basierte Leuchtstoffpulver 
sein, mit denen beispielsweise zusatmnen mit blaues Licht 
emitdexenden LED-Chips LED-WeiBlichtquellen herstcll- 
bar sind. Da derartige KunststofP-Fressmassen und Zusatz- 
stoffe bereits aus dem Stand der Ibchnik bekannt sind. wird 
an dieser Stelle auf eine detailliertere AusfUhrung verzich- 
tet; es sei jedoch darauf hingewicscn, dass die vorliegende 
Erfindung grundsStzlich nicht auf besdmmte Materialien 
des U-ansparenten Gehauses 22 eingeschr^kt ist. So kttnnen 
beispielsweise ebenso GieBharze fUr den KunststoffkOrper 
30 verwendet werden. 

[0027] Im Gegensatz zu herkommlichen Herstellverfah- 
ren werden die Bauteilabschnitte des Leadframes 12 aber 
nicht mit einzelnen, vpneinander getrennten Kunststoffkdr- 
pem 30 umformt Bei dem Verfahren der vorliegenden Er« 
findung werden rnehrere Bauteilabschnitte gruppenweise 
zum Beispiel zeilenardg zusammengefasst und mit einem 
gemeinsamen Kunststoffk<5rper 30 umformt, wie dies in der 
Draufsicht von Fig, 3 dargestellt ist. Das fUr den Spritz- 
pressvoigang erforderliche Werkzeug kann somit wesent- 
lich vereinfacht werden, da wenige grOBere Kavitaten vor- 
handcn sein milssen, in denen rnehrere Bauteilabschnitte zu- 
sammengefaBt sind. Da bei herk&mmlichen Verfahren dage- 
gen zwischen zwei benachbarten Kavitaten gewisse Min- 
destabst^de eingehalten werden mUssen, kann mittels der 
Erfindung Uber die Vereinfachung des Werkzeugs hinaus 
eine Vergi^Berung der maximalen Packungsdichte an Bau- 
teilen auf dem Leadframe erzielt werden. Als weiterer Vor- 
teil ergibt sich auch die Moglichkeit, die Gehauseformen 
und daiiiit die Bauteile 10 insgesamt weiter zu miniaturisie- 
ren als dies mit einzeln umformten Bauteilabschnitten mdg- 
lich wfire. 

[0028] AuBerdem kSnnen mit dem erfindungsgem^en 
Verfahren die Werkzeugkosten reduziert werden, da nicht 
fUr jeden Bauteilabschnitt eine eigene Kavit^t in dem Werk- 
zeug ausgeformt werden muss und zudem der Aufwand in 
der mechanischen Werkzeughcrstellung fiir EndUftungen 
und dergleichen ganger wird. Durch die Erhdhung der 
Packungsdichte eigibt sich zudem ein geringerer Material- 
vcrbrauch fUr die KunststofF-Pressmasse 30 und den Lead- 
firame 12, so dass mittels der Erfindung insgesamt die Ko- 
sten fUr die Herstellung der optoelekunnischen Bauteile 10 
dcudich gesenkt werden kdnnen. 

[0029] Nachdem die Bauteilabschnitte gruppcnwcisc mit 
Kunststoffkttrpem 30 umformt worden sind, werden die 
KunststofTkOrper 30 in einem nSchsten Verfahrensschritt ge- 
trennt, um entweder Bauteile 10 mit einzelnen Bauteilab- 
schnitten wie zum Beispiel einzelne LED's oder Bauteile 10 
mit mehreren Bauteilabschnitten, wie beispielsweise LED- 
Zeilen, herzustellen. 

[0030] Der Trennvorgang erfolgt in der durch den Pfeil 34 
in Fig. 3 angedeuteten Richtung und wird besonders bevor- 
zugt mittels Laserstrahlschneiden oder mittels eines TVenn- 
stanzvorgangs durchgefiihrL Altemadv oder zusStzlich kann 
beim TYennvorgang Wasserstrahlschneiden, Brechen, SSgen 
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Oder dergleichcn vcrwendet werden. Auch Kombinationen 
oiniger der obon gen&nntsn IVennverfahron sind m6glich. 
Um den Trennvorgang zu veroinfachen, weisen die Kunst- 
stotfkdrpor 30 vor/ugswoiKC IVennunteratUt^&ungsbercichc 
32 auf, die ^um Bcispiel in dcr Form von Bereichen mit ci- 5 
ner vcrringerten MatcrialstMrke gebildet sein k6nnen, wie 
dies beispiclhaft in Fig. 4 gezeigt ist. Wegen der geringeren 
MaterialstMrke in den TrennunterslUtzungsbreichen mlissen 
beim Trennvorgang nur geringere Materialstarken geschnit- 
ten werden. WShrend das Vorsehen derartiger TVennunter- lO 
stUtzungsbereiche oder Sollbruchstellen 32 den TVennvor- 
gang vurcinfacht, wird die Ausgestaliung des Ferdgungs- 
werkzcugs aufw^ndlger, so dass je nach Anwendungsfall 
%wlsehen diesen bolden Kritorien abgewogen werden muss. 
[0031] Hn woiioror Vortoil der IVennuntersttitzungsberei- is 
ehe in Fonn von verringerter Materialstfirke besteht darin. 
dass sich der bei herkOmmiichen strahlungsdurchiassigen, 
insbesondcre klaren Pressmassen vorhandene relativ groBe 
Materialschwund nicht so stark auf das Bauteil auswirkt. 
[0032] Neben dem Trennen des Kunststoffkorpers 30 in 20 
die einzelnen Gehause 22 der Bauteile 10 kann zum Beispiel 
im Falle des Einsatzes des Wasserstrahlschneidens vorteil- 
hafterweise gleichzeidg ein Deflashen des Bauteils durcli 
den Wasserstrahl erfolgen. Auf diese Weise kann der derzeit 
Qblicherweise eingesetzie Laserdeflash-Prozess entfallen. 25 
[0033] SchlieBlich werden die Leadframe-Anschltisse 14, 
16 der einzelnen Bauteilabschnitte vom Rest des metalli- 
schen Trfigers 12 getrennt. Dies geschieht tiblicherweise 
durch einen Stanzvoigang. Die fertijgen Bauteile 10 kdnnen 
dann mit den elektrischen AnschlUssen 14, 16. die in der 30 
Ebene der Montageseite 26 aus den GehSusen 22 herausge- 
fulirt sind, beispielsweise im Reflow- Verfahren auf eine Lei- 
terplatte bzw. Platine aufgelOtet werden. 
[0034] Vorzugsweise erfolgt das TVennen des Kunststoff- 
korpers 30 und das Vereinzcln dcr Bauteile 10 parallel zu- 35 
einander in einem kombinierten Verfahrensschritt. 

PatentansprUche 

1. Verfahren zurHerstellungeinerMehrzahl von opto- 40 
olektronischen Bauteilen (10) mit den Verfahiens- 
schritten: 

- Bereitstellen eines Leadframes (12) mit einer 
Mehrzahl von Bauteilabschnitten (36) mit einem 
ersten und einem zweiten elektrischen Anschluss 45 
(14, 16); 

- Montieren jeweils eines Chips (18) in einem 
Montagebcreich jedes Bauteilabschnitts (36) auf 
dem Leadframe (12) und Herstellen von elekuisch 
leitenden Verbindungen (20) des Chips (18) mit 50 
den elektrischen Anschlussen (14, 16) des jeweili- 
gen Bauteilabschnitts (36); 

- Umfonnen der Chips (18) einschlieBlich der 
Bauteilabschnitte (36) und jeweils eines Ibils der 
elektiischen AnschlUsse (14, 16) mit einem Um- 55 
htillungsk5rper (30) zur Bildung eines GehMuses 
(22); und 

- Heraustrennen der umformten Elemente, ent- 
haitend die Chips (18), die Bauteilabschnitte (36) 
und die Teile der elektrischen AnschlUsse (14, 16) 60 
aus dem Leadframe (12), 

dadurch gekennzekhnet, 

dass mehrere Bauteilabschnitte (36) mit Chips (18) ge- 
meinsam mit einem einstUckigen UmhUUungskdrper 
(30), insbesondere KunststofiFkOrper umformt werden, 6S 
und der Umhiillungskdrper (30) nachfolgend einem 
Trennvorgang zur Bildung mehrerer voneinander ge- 
trennter Bauteile (10) unterzogen wird. 
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2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net. dass die dureh den Trennvorgang des Un^tillungs- 
ke5rpers (30) gebildeten Bauteile (10) Jeweils einen 
Bauteilabschnitt (36) enthaltcn. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzcich- 
net, dass die durch den Trennvorgang des UmhUUungs- 
kdrpers (30) gebildeten einzelnen Bauteile (10) jeweils 
mehrere Bauteilabschnitte (36) enthaltcn. 

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprtl- 
che, dadurch gekennzeichnet. dass die mehreren Bau- 
teilabschnitte (36), die mit dem gemeinsamen UmhOl- 
lungskdrper (30) umformt werden, zcilcnartig angoord- 
net sind. 

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden AnsprO- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass der gemeinsame 
UmhttllungskQrper (30) zwischen den umformten Bau- 
teilabschnitten TVennunterstUtzungsbereiche (32) auf- 
weist, die den Trennvorgang zur Bildung einzelner 
Bauteile (10) bzw. Gehause (22) fUr die einzelnen Bau- 
teilabschnitte (36) tcchnisch crlcichtem. 

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich- 
net, dass die TrennunterstUtzungsbereiche (32) Berei- 
che des UmhUllungskGrpers (30) mit einer vcrringerten 
MaterialstSrke sind. 

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden AnsprQ- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass der IVennvoigang 
einen Bearbeitungsschritt des Laserschneides oder ei- 
nen Trennstanzvorgang oder eine Kombiation beider 
Verfahren umfasst. 

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden AnsprO- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass der l^nnvorgang 
einen Bearbeitungsschritt des Wasserstrahlschneidens, 
des Brechens, des S^gens oder eine Kombinadon die- 

ser Verfahren umfasst. 

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden AnsprQ- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Verfahrens- 
schritte des IVennens des UmhUllungsk5rpers (30) in 
einzekie Gehause (22) und des Vereinzekis der Bau- 
teile (10) in einem kombinierten Verfahrensschritt er- 
folgen. 

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
sprUchc, dadurch gekennzeichnet, dass der UmhUl- 
lungskOrper (30) aus einer Kunststoff-Pressmasse ge- 
fertigt wird. 

11. Verfahren nach einem der yorhei^gehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass einem. Umhill- 
lungsmaterial des Umhlillungskdrpers (30) Zusatz- 
stoffe zur Erzielung spezieller optischer Eigenschaften 
beigemengt sind. 

12. Verfahren nach cincm dcr vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die Leadframe- 
Anschltisse (14, 16) vor dem Umformen des Chips (18) 
mit dem Utnhtillungskc5rper (30) mit S-artigen Biegun- 
gen (24) von dem Chip-Montagebereich zu einer Mon- 
tageseite (26) des Bauteils (10) hin versehen werden, 
die innerhalb des UmhOllungskOrpers (30) liegen. 

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Chip (18) einschlieBlich der S-arli- 
gcn Bicgungen (24) der Leadframe-AnschlUsse (14, 
16) mit dem UmhUllungskdrper (30) umformt wird. 
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